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특허청구의 범위

청구항 1 

가열된 환경용의 열관리 시스템(10)에 있어서,

제 1 가요성 구조체(14);

제 2 가요성 구조체(16);

상기 제 1 및 제 2 가요성 구조체의 각각 상에 위치하며, 전기 자극으로부터 유래하는 응력을 생성할 수 있는

재료를 포함하는 적어도 하나의 활성 물질(24, 26); 및

상기 제 1 및 제 2 가요성 구조체 사이에 위치되고 챔버(20)를 형성하며, 상기 챔버와 주위 환경 사이의 유체

연통을 촉진하는 복수의 개구를 포함하는 순응성재(18)로서, 상기 개구는 주위 유체를 상이한 방향으로 지향시

키도록 위치설정되는, 상기 순응성재(18)를 포함하며,

상기 시스템은 베이스(129) 위에 위치되며, 상기 베이스는, 상기 시스템을 둘러싸며 그리고 상기 베이스에 의해

지지되는 핀(fin)을 구비하는

열관리 시스템. 

청구항 2 

제 1 항에 있어서, 

상기 순응성재는 탄성중합체 재료를 포함하는

열관리 시스템. 

청구항 3 

제 1 항에 있어서,

상기 적어도 하나의 활성 물질(24, 26)에 전류를 제공하는 전기 회로를 더 포함하는

열관리 시스템. 

청구항 4 

제 3 항에 있어서,

상기 전류는 낮은 조파(harmonics)를 나타내는 것인

열관리 시스템. 

청구항 5 

제 4 항에 있어서,

상기 전류는 사인파를 포함하는

열관리 시스템. 

청구항 6 

제 1 항에 있어서, 

상기 열관리 시스템은,  단일 보드 컴퓨터,  프로그래밍가능한 논리 제어기(programmable  logic  controllers,

PLCs),  조작자  인터페이스  컴퓨터,  랩톱  컴퓨터,  휴대  전화,  개인  휴대  정보  단말기(personal  digital

assistants, PDAs) 및 개인용 포켓 컴퓨터 내의 상기 가열된 환경에서 사용될 수 있는

열관리 시스템. 
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청구항 7 

제 1 항에 있어서,

상기 가열된 환경은 적어도 하나의 가열된 물체를 포함하는

열관리 시스템. 

청구항 8 

제 7 항에 있어서,

상기 복수의 개구는 주위 유체를 상기 적어도 하나의 가열된 물체 바로 위로 지향시키도록 위치된

열관리 시스템. 

청구항 9 

제 8 항에 있어서, 

상기 복수의 개구는 상기 적어도 하나의 가열된 물체의 상부 표면에 대해서 경사진 각도로 배치되는

열관리 시스템. 

청구항 10 

삭제

청구항 11 

제 1 항에 있어서,

상기 챔버는 원형 프로파일을 갖는

열관리 시스템. 

청구항 12 

제 1 항에 있어서,

상기 챔버는 직사각형 프로파일을 갖는

열관리 시스템. 

청구항 13 

삭제

청구항 14 

제 1 항에 있어서,

적층 배열로 상기 베이스(129) 상에 위치된 복수의 상기 시스템을 포함하는

열관리 시스템. 

청구항 15 

제 1 항에 있어서,

상기 적어도 하나의 활성 물질은 압전 장치를 포함하는

열관리 시스템.

청구항 16 

삭제
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청구항 17 

삭제

청구항 18 

삭제

청구항 19 

삭제

청구항 20 

삭제

청구항 21 

삭제

청구항 22 

삭제

청구항 23 

삭제

청구항 24 

삭제

청구항 25 

삭제

청구항 26 

삭제

청구항 27 

삭제

청구항 28 

삭제

청구항 29 

삭제

명 세 서

기 술 분 야

본 발명은 일반적으로 열관리 시스템에 관한 것으로서, 보다 구체적으로 임베디드 환경(embedded environment)[0001]

에서 사용하기 위한 열관리 시스템에 관한 것이다.

배 경 기 술
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임베디드  전자  시스템을  갖는  환경(이하,  임베디드  환경  또는  가열된  환경이라  함)은  열관리에  난제를[0002]

제공한다.  그러한 시스템은 정상 작동의 일부로서 폐열을 생성하고, 이 폐열은 임베디드 전자기기의 적정 성능

및 신뢰성을 위해 제거되어야 한다.  임베디드 전자기기에 냉각을 제공하는 열관리 시스템의 설계는 공간 제한

으로 인해 굉장한 난제이다.  임베디드 전자 시스템의 예는 단일 보드 컴퓨터, 프로그래밍가능한 논리 제어기

(programmable logic controllers, PLCs), 조작자 인터페이스 컴퓨터, 랩톱 컴퓨터, 휴대 전화, PDAs(personal

digital assistants), 개인용 포켓 컴퓨터, 및 열관리 시스템을 위해 이용가능한 공간이 제한된 다른 소형 전자

장치를 포함한다.  전자 소자로부터 열의 제거를 돕기 위해 열관리 시스템으로서 수동 냉각 열 싱크(heat sink)

또는 강제 공기-냉각을 사용하는 것이 알려져 있다.  또한, 전자 소자에 의해 발생된 열을 전자 소자가 장착된

인쇄 회로 기판으로 전도시키고, 그것에 의해 더 작은 영역으로부터 더 큰 영역으로의 열의 이동을 제공하는 것

이 알려져 있다.

발명의 상세한 설명

본 발명은 플루모-제트(pleumo-jet)를 포함하는 가열된 환경용의 열관리 시스템에 관한 실시예를 포함한다.  플[0003]

루모-제트는  챔버를  형성하는  적어도  하나의  벽과,  적어도  하나의  벽  상에  위치하는  적어도  하나의  활성

물질과, 적어도 하나의 벽 내에 위치하고 챔버를 둘러싸는 순응성재를 포함한다.  순응성재는 챔버와 가열된 환

경 사이의 유체 연통을 촉진하는 적어도 하나의 개구를 갖는다.

본 발명은 제 1 가요성 구조체와, 제 2 가요성 구조체와, 제 1 및 제 2 가요성 구조체 중 적어도 하나 상에 위[0004]

치하는 적어도 하나의 활성 물질과, 제 1 및 제 2 가요성 구조체 사이에 위치되며 챔버를 형성하는 순응성재를

포함하는 플루모-제트에 관한 실시예를 포함한다.  순응성재는 챔버와 주위 환경 사이의 유체 연통을 촉진하는

적어도 하나의 개구를 포함한다. 

본 발명은 가열된 환경용의 냉각 시스템에 관한 실시예를 포함한다.  냉각 시스템은 하나의 자유 단부 및 하나[0005]

의 고정 단부를 갖는 기판과, 기판 상에 위치된 적어도 하나의 압전 소자와, 적어도 하나의 압전 소자에 전류를

제공하는 전기 회로를 포함한다.  

본 발명은 플루모-제트를 제조하는 방법에 관한 실시예를 포함한다.  본 방법은 그 중 적어도 하나가 부착된 활[0006]

성 물질(active material)을 갖는 한 쌍의 가요성 구조체를 마련하는 단계와, 한 쌍의 가요성 구조체 사이에 순

응성재를 부착하는 단계로서, 탄성중합체 재료는 적어도 하나의 개구를 갖는 상기 부착 단계와, 한 쌍의 가요성

구조체에 전기 접점을 부가하는 단계를 포함한다. 

이들 및 다른 이점과 특징이 첨부 도면과 관련하여 제공된 본 발명의 바람직한 실시예의 이하의 상세한 설명으[0007]

로부터 더 용이하게 이해될 것이다.

실 시 예

도 1 및 도 2를 참조하면, 단면으로 도시되고 냉각될 복수의 전자 소자(32a 내지 32d)를 갖는 인쇄 회로 기판[0018]

조립체(printed circuit board assembly, PCA)(30)에 가까이 배치된 플루모-제트(12)를 포함하는 열관리 시스

템(10)이 도시된다.  PCA(30)가 본 발명의 실시예에 관하여 도시되어 있지만, 열관리 시스템(10)은 임의의 적합

한 임베디드 환경에서 사용될 수 있고, PCA(30)에 관한 도시는 단순히 묘사의 편의를 위한 것임을 이해하여야

한다.   PCA(30)는  예를  들어  몇  개만  예를  들자면  단일  보드  컴퓨터,  프로그래밍가능한  논리  제어기

(programmable logic controllers, PLCs), 랩톱 컴퓨터, 휴대 전화, PDAs(personal digital assistants), 개인

용 포켓 컴퓨터와 같은 꽤 많은 소형 전자 장치 내의 가열된 환경에서 사용될 수 있다.  플루모-제트(12)는 그

것의 사용을 위해 적정하게 크기가 정해지고, 일반적으로 중규모(meso-scale) 또는 소규모(micro-scale)이다.

플루모-제트(12)는 주위 공기의 맥동 유체 스트림이 장치(12)로부터 발생되고 냉각될 전자 소자(32a 내지 32d)[0019]

에 지향될 수 있도록 위치설정된다.  도시된 바와 같이, 도 1에서, 주위 공기의 유체 스트림 또는 다른 유체가

방향(A)을 따라 냉각될 전자 소자(32b)를 향해 지향된다.  변형적으로, 플루모-제트(12)는 주위 공기의 유체 스

트림을 방향(B)을 따라 냉각될 전자 소자(32b)를 향해 지향시키도록 위치설정될 수도 있다(도 2).  

플루모-제트(12)는 제 1 구조체 또는 벽(14) 및 제 2 구조체 또는 벽(16)을 포함한다.  벽(14, 16)은 예를 들어[0020]
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금속, 포일(foil), 플라스틱 또는 중합체 복합 재료와 같은 가요성 재료로 형성된다.  순응성재(18)가 한 쌍의

벽(14, 16) 사이에 위치되고, 벽(14, 16)과 순응성재(18)의 조합이 챔버(20)를 형성한다.  적어도 하나의 개구

(22)가 챔버(20)와 장치(12) 외측의 환경 사이에 채널을 제공한다.  비록 한 쌍의 대향 벽(14, 16)이 도시되었

지만, 2개의 벽 대신에, 순응성재(18)와 함께 단일 벽(실린더를 형성하도록 둘러쌈)이 플루모-제트(12)와 같은

플루모-제트를 형성할 수도 있다.  

예를 들어 압전 재료와 같은 활성 물질이 벽(14, 16) 중 적어도 하나 상에 위치된다.  도시된 바와 같이, 활성[0021]

물질(24, 26)은 각각 벽(14, 16) 상에 위치된다.  적합한 활성 물질은 전기 자극으로부터 유래하는 응력을 생성

할 수 있는 것이다.  적합한 활성 물질의 예는 압전 재료, 자기변형 재료(코일로부터의 자계가 서로를 끌어당기

거나 대항함), 형상-기억 합금 및 모터 임밸런스(motor imbalance)(질량 임밸런스를 갖는 모터가 진동 운동을

생성함)를 포함한다.  압전 재료의 부분 집합 내에, 적합한 활성 물질은 2개의 피에조 층이 위상차로 활성화되

어 굽힘을 생성하는 바이몰프 압전 구성(bimorph piezoelectric configuration), 하나의 피에조 층이 미리 응

력이 가해진 스테인리스 스틸 심(shim) 상에 배치되는 선더 구성(thunder configuration), 하나의 피에조 층이

황동 심 상에 배치되는 부저 요소 구성, 및 가요성 회로 상의 피에조 섬유 복합재료가 심에 접착되는 MFC 구성

을 포함한다.

활성 물질(24, 26)은 세라믹 재료를 포함할 수 있다.  전기 회로(도 8에 개략적으로 도시됨)는 플루모-제트(1[0022]

2)에 부착되어 활성 물질(24, 26) 중 하나 또는 둘 모두에 전류를 제공한다.  전류는 사인파, 구형파(square

wave), 삼각파 또는 임의의 다른 적합한 파형으로서 제공될 수 있으며, 전류가 임의의 특정 파형에 한정되어서

는 안됨을 이해하여야 한다.  구체적으로, 예를 들어 사인파와 같이 더 낮은 조파(harmonics)를 갖는 전류가 더

조용한 플루모-제트(12)를 제공하기 위해 사용될 수 있음을 발견하였다.

도 3 및 도 4는 본 발명의 다른 실시예에 따른 열관리 시스템(110)을 도시한다.  열관리 시스템(110)은 적층 배[0023]

열로 복수의 플루모-제트를 갖는 플루모-제트 시스템(111)를 포함한다.  도시된 바와 같이, 플루모-제트 시스템

(111)은 적층 배열로 플루모-제트(112a, 112b, 112c)를 포함한다.  플루모-제트(112c)는 베이스(129) 위에 위

치되고, 하나 이상의 지지체(127)로 그 위치에서 지지된다.  플루모-제트(112a, 112b, 112c)는 개구를 선택적으

로 제외하고는 플루모-제트(12)(도  1  및  도  2)와  유사한 구성을 갖는다.   구체적으로,  각각의 플루모-제트

(112a, 112b, 112c)는 챔버(120)를 형성하는 가요성 벽 및 순응성재를 포함하고, 각각의 가요성 벽은 하나 이상

의 활성 물질(도시되지 않음)을 갖는다.  플루모-제트(112a, 112b, 112c) 사이의 지지체는 활성 물질을 각 플루

모-제트의 가요성 벽 중 하나 또는 둘 모두 상에 수용하기에 충분한 공간을 제공하기 위해 필요하다.

각각의 플루모-제트(112a, 112b, 112c)는 순응성재를 통해 챔버(120)로부터 연장하는 단일 개구(122)를 포함할[0024]

수 있다.  플루모-제트 시스템(111)은 각각의 플루모-제트(112a, 112b, 112c)의 단일 개구(122) 각각이 동일 방

향으로 위치되도록 배열될 수 있다(도 4).  변형적으로, 단일 개구(122) 각각은 나머지 단일 개구(122)와 상이

한 방향으로 주위 공기를 지향시키도록 위치될 수도 있다(도 3).  임의의 2개의 인접 개구(122)의 경우, 개구

(122) 사이의 분리는 0° 초과 내지 90° 미만의 범위일 수 있다.  일 실시예에서, 인접 개구(122)는 약 5° 내

지 약 45° 범위만큼 분리될 수 있다.

플루모-제트(112a, 112b, 112c)는 베이스(129) 상에 지지된 핀(fin)(128)에 의해 둘러싸인다.  핀(128)은 전자[0025]

소자(32a 내지 32d)를 냉각시키기 위해 열전달을 위한 표면적을 증가시키는 것을 돕는다.  전술된 플루모-제트

(12)에서와 같이, 플루모-제트(112a, 112b, 112c)는 주위 공기의 스트림을 형성하기 위해 예를 들어 압전 재료

(도시되지 않음)와 같은 활성 물질을 이용한다.  요약하면, 전기 회로(도 8에 도시됨)로부터의 전류가 활성 물

질에 의해 받아들여지고, 기계적 에너지로 변형된다.  전류는 사인파, 구형파, 삼각파, 또는 임의의 다른 적합

한 파형의 형상을 취할 수 있다.  전류에 대한 전압 수준은 1볼트 내지 150볼트 사이일 수 있지만, 이에 한정되

지 않는다.  전류의 주파수는 감소된 노이즈를 필요로 하는 실시예의 경우 2Hz 내지 300Hz일 수 있으며, 감소된

노이즈 수준을 필요로 하지 않는 실시예의 경우 300Hz 내지 15kHz일 수 있다.  

활성 물질은 가요성 벽 상에 응력을 생성하고, 이것은 가요성 벽이 안쪽으로 구부러지게 하며 - 이것은 챔버 체[0026]

적 변화 및 챔버(120) 내로의 주위 공기의 유입으로 귀착됨 -, 그 다음에 바깥쪽으로 구부러지게 하고, 이것에

의해 개구(122)를 통해 챔버(120)로부터 주위 공기를 분출시킨다.

플루모-제트 시스템의 다른 변형 실시예가 도 5에 도시된다.  구체적으로, 플루모-제트 시스템(211)은 플루모-[0027]

제트(212)를 지지하는 베이스(229)를 포함하는 것으로 도시된다.  플루모-제트(212)는 상이한 반경방향으로 바

깥쪽으로 각각 연장하는 복수의 개구(222)를 갖는다.  활성 물질(224)은 플루모-제트(212)의 가요성 벽의 표면

상에 도시된다.  임의의 2개의 인접 개구(222)의 경우, 개구(222)들 사이의 분리는 0° 초과 내지 90° 미만의
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범위일 수 있다.  일 실시예에서, 인접 개구(222)는 약 5°내지 약 45°의 범위만큼 분리될 수 있다.

도 6 및 도 7은 플루모-제트(312)를 도시한다.  플루모-제트(312)는 제 1 가요성 벽 또는 구조체(314), 제 2 가[0028]

요성 벽 또는 구조체(316), 및 가요성 벽(314, 316) 사이에 위치된 순응성재(318)를 포함한다.  벽(314, 316)은

직사각형 형상이고, 순응성재(318)와 함께 챔버(도시되지 않음)를 형성한다.  개구(322)는 순응성재(318)를 통

해 챔버로부터 주위 환경으로 연장한다.  활성 물질(324)이 벽(314) 상에 위치되고, 선택적으로 활성 물질(32

6)은 벽(316) 상에 위치될 수 있다.  활성 물질은 전기 회로(도시되지 않음)에 의해 제공된 전류에 의해 활성화

되어 벽(들)[314(및 316)] 상에 응력을 생성함으로써 챔버 내로의 주위 공기의 흡입 및 챔버로부터 주위의 가열

된 환경으로의 주위 공기의 방출을 허용할 수 있다.

도 8 및 도 9는 열관리 시스템의 다른 실시예를 도시한다.  열관리 시스템(410)은 냉각될 전자 소자(32a 내지[0029]

32d)를 포함하는 PCA(30)와 작동 관계에 있는 피에조 팬 장치(piezo fan apparatus)(412)를 포함하는 것으로

도시된다.  피에조 팬 장치(412)는 하나의 자유 단부와 지지 부재(420)에 고정된 하나의 단부를 포함한다.  피

에조  팬  장치는  기판(414)과  활성  물질(416)을  포함한다.   활성  물질(416)은  예를  들어  피에조세라믹

(piezoceramic) 재료를 이용할 수 있다.

전기 회로(418)는 피에조 팬 장치(412)에 접속된다.  피에조 팬 장치(412)를 통해 전류를 흘리는 것은 활성 물[0030]

질(416)을 통해 전하를 보낸다.  활성 물질(416)은 기판(414) 상에 응력을 생성함으로써 전기 에너지를 기계적

에너지로 변환하고, 이것은 고정 단부를 중심으로 회전하게 한다.  이것은, 냉각될 전자 소자(32a 내지 32d)에

관한 피에조 팬 장치(412)의 위치설정에 따라, 방향(C)(도 8) 또는 방향(D)(도 9)으로 이동하는 주위 공기의 흐

름을 생성한다.

다음, 그리고 도 10을 구체적으로 참조하여, 본 발명의 실시예에 따른 플루모-제트를 형성하는 공정이 논의될[0031]

것이다.  단계(500)에서, 한 쌍의 가요성 구조체가 마련된다.  가요성 구조체는 금속성일 수 있거나, 플라스틱

또는 중합체 복합 재료와 같은 비금속성일 수 있다.  가요성 구조체의 예는 가요성 벽(14, 16)(도 1 및 도 2)과

가요성 벽(314, 316)(도 6 및 도 7)을 포함한다.  가요성 구조체 중 하나 또는 둘 모두는 그곳에 부가되는 전기

자극에 의해 활성화가능한 활성 물질을 필요로 한다.  활성 물질의 적합한 예는 재료(24, 26)(도 1 및 도 2)와

재료(324, 326)(도 6 및 도 7)를 포함한다. 

단계(505)에서, 순응성재가 가요성 구조체 사이에 부착된다.  순응성재는 순응성재(18)(도 1 및 도 2) 또는 순[0032]

응성재(318)(도 6 및 도 7)일 수 있다.  순응성재는 가요성 구조체 사이에 챔버를 형성하는 형태로 제공되어야

한다.  순응성재를 제공하는 하나의 공정은 액체 또는 반액체 형태의 순응성재를 가요성 구조체 중 하나 상으로

분배하고, 다른 전도성 구조체를 순응성재 상에 위치시키며, 순응성재를 건조되게 하는 것이다.  액체 실리콘계

재료가 그러한 공정에 적합할 것이다.  순응성재를 제공하는 다른 공정은 순응성재의 사전 제조된 시트로부터

순응성재를 절단하고, 절단된 순응성재의 사전 제조된 시트를 가요성 구조체에 접착하는 것이다.  재료의 사전

제조된 실리콘계 시트가 이 공정에 적합할 것이다.

단계(510)에서, 전기 접점이 가요성 구조체에 제공된다.  전기 회로가 전기 접점에 부착될 것이다.[0033]

본 발명이 제한된 개수만의 실시예와 관련하여 상세하게 기술되었지만, 본 발명은 그러한 개시된 실시예에 한정[0034]

되지 않음을 이해하여야 한다.  오히려, 본 발명은 지금까지 기술되지 않았지만 본 발명의 사상 및 범위에 상응

하는 다수의 변화, 변경, 대체 또는 동등한 구조를 포함하도록 수정될 수 있다.  추가로, 본 발명의 다양한 실

시예가 기술되었지만, 본 발명의 실시형태는 몇몇의 바람직한 실시예만을 포함할 수 있음을 이해하여야 한다.

따라서, 본 발명은 전술한 기술에 의해 한정되지 않고, 첨부된 청구의 범위에 의해서만 한정된다.

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 실시예에 따라 구성된 플루모-제트(pleumo-jet)를 이용하는 열관리 시스템의 측단면도, [0008]

도 2는 플루모-제트가 상이한 위치에 있는 도 1의 열관리 시스템을 도시하는 측단면도,[0009]

도 3은 본 발명의 실시예에 따라 구성된 열관리 시스템의 평면도,[0010]

도 4는 선 Ⅳ-Ⅳ를 따라 취한 도 3의 열관리 시스템의 측단면도,[0011]

도 5는 본 발명의 실시예에 따라 구성된 플루모-제트의 평면도,[0012]

도 6은 본 발명의 실시예에 따라 구성된 플루모-제트의 평면도,[0013]
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도 7은 도 6의 플루모-제트의 측면도,[0014]

도 8은 본 발명의 실시예에 따라 구성된 압전 구동식 가요성 냉각 장치를 이용하는 열관리 시스템의 개략도,[0015]

도 9는 압전 구동식 가요성 냉각 장치가 상이한 위치에 있는 도 8의 열관리 시스템을 도시하는 개략도,[0016]

도 10은 본 발명의 실시예에 따른 플루모-제트를 형성하는 공정 단계를 도시하는 도면.[0017]

도면

    도면1
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    도면2

    도면3

등록특허 10-1447761



    도면4

    도면5

    도면6
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    도면7

    도면8
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    도면10
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